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章 芯片行业的总体概述

节、相关概念

一、芯片的内涵

二、集成电路的内涵

三、两者的联系与区别

第二节、常见类型

一、LED芯片

二、手机芯片

三、电脑芯片

四、大脑芯片

五、生物芯片

第三节、制作过程

一、原料晶圆

二、晶圆涂膜



三、光刻显影

四、掺加杂质

五、晶圆测试

六、芯片封装

七、测试包装

第四节、芯片上下游产业链分析

一、产业链结构

二、上下游企业

第二章 2021-2023年全球芯片产业发展分析

节、2021-2023年世界芯片市场综述

一、市场发展历程

二、销售态势分析

三、市场特点分析

四、市场竞争格局

五、发展格局展望

第二节、美国芯片产业分析

一、产业发展地位

二、产业发展优势

三、政策布局加快

四、类脑芯片发展

五、技术研发动态

第三节、日本芯片产业分析

一、产业发展历程

二、市场发展状况

三、产业发展特点

四、技术研发进展



五、产业模式分析

六、企业并购动态

第四节、韩国芯片产业分析

一、产业发展阶段

二、产业发展动因

三、行业发展地位

四、出口走势分析

五、产业发展经验

六、市场发展战略

第五节、印度芯片产业分析

一、产业发展优势分析

二、电子产业发展状况

三、市场需求状况分析

四、行业协会布局动态

五、产业发展挑战分析

六、芯片产业发展战略

第三章 2021-2023年中国芯片产业发展环境分析

节、经济环境分析

一、宏观经济概况

二、对外经济分析

三、工业运行情况

四、固定资产投资

五、宏观经济展望

第二节、社会环境分析

一、互联网加速发展

二、智能芯片不断发展



三、信息化发展的水平

四、电子信息制造情况

五、研发经费投入增长

六、科技人才队伍壮大

七、万物互联带来需求

第三节、技术环境分析

一、芯片技术研发进展

二、5G技术助力产业分析

三、芯片技术发展方向分析

第四节、专利环境分析

一、全球集成电路领域专利状况

二、美国集成电路领域专利状况

三、中国集成电路领域专利状况

四、中国集成电路布图设计专用权

第四章 2021-2023年年中国芯片产业发展分析

节、2021-2023年中国芯片产业发展状况

一、行业特点概述

二、产业发展背景

三、产业发展意义

四、产业发展进程

五、产业销售规模

六、产业发展提速

第二节、2021-2023年中国芯片市场格局分析

一、企业发展状况

二、区域发展格局

三、市场发展形势



第三节、2021-2023年中国芯片国产化进程分析

一、芯片国产化的背景

二、核心芯片自给率低

三、产品研发制造短板

四、芯片国产化的进展

五、芯片国产化的问题

六、芯片国产化未来展望

第四节、中国芯片产业发展困境分析

一、市场垄断困境

二、过度依赖进口

三、技术短板问题

四、人才短缺问题

第五节、中国芯片产业应对策略分析

一、突破垄断策略

二、化解供给不足

三、加强自主创新

四、加大资源投入

第五章 2021-2023年中国重点地区芯片产业发展分析

节、广东省

一、产业总体情况

二、发展条件分析

三、产业结构分析

四、竞争格局分析

五、发展机遇与挑战

六、产业发展方向

第二节、北京市



一、产业发展优势

二、产量规模状况

三、产业发展规划

四、典型企业案例

五、典型产业园区

六、重点项目动态

七、产业发展困境

八、产业发展对策

第三节、上海市

一、产业发展综况

二、市场规模现状

三、人才建设体系

四、产业发展格局

五、产业发展规划

第四节、南京市

一、产业发展优势

二、产业发展状况

三、项目投资动态

四、企业布局加快

五、产业发展方向

六、产业发展规划

第五节、厦门市

一、产业发展态势

二、产业发展实力

三、产业发展提速

四、产业规模分析



五、区域发展格局

六、产业发展重点

第六节、晋江市

一、产业发展规模

二、项目建设布局

三、园区建设动态

四、鼓励政策发布

五、产业发展规划

六、人才资源保障

第七节、其他城市

一、合肥市

二、成都市

三、重庆市

四、杭州市

五、广州市

六、深圳市

第六章 2021-2023年中国芯片产业上游市场发展分析

节、2021-2023年中国半导体产业发展综况

一、半导体产业链

二、半导体材料市场

三、半导体设备市场

第二节、2021-2023年中国半导体市场运行状况

一、产业发展态势

二、产业销售规模

三、市场规模现状

四、产业区域分布



五、市场机会分析

第三节、2021-2023年中国芯片设计行业发展分析

一、行业发展历程

二、市场发展规模

三、企业数量规模

四、企业地域分布

五、重点企业运行

六、设计人员规模

七、产品领域分布

八、细分市场发展

第四节、2021-2023年中国晶圆代工产业发展分析

一、晶圆加工技术

二、晶圆制造工艺

三、行业发展地位

四、晶圆工厂分布

五、产能规模状况

六、全球竞争状况

七、国内重点企业

八、产能规模预测

第七章 2021-2023年中国芯片产业中游市场发展分析

节、中国芯片封装测试行业发展综况

一、封装技术介绍

二、芯片测试原理

三、测试准备规划

四、主要测试分类

五、关键技术突破



六、发展面临问题

第二节、中国芯片封装测试市场分析

一、国际竞争格局

二、国内销售规模

三、国内企业状况

四、国内重点企业

五、企业并购动态

第三节、中国芯片封测行业发展前景及趋势分析

一、行业发展机遇

二、集中度持续提升

三、技术发展趋势

四、产业趋势分析

五、产业增长预测

六、运营态势预测

第八章 2021-2023年中国芯片产业下游应用市场分析

节、LED领域

一、产业发展状况

二、LED芯片产值

三、LED芯片成本

四、重点企业运营

五、企业发展布局

六、封装技术难点

七、整体发展走势

八、具体发展趋势

第二节、物联网领域

一、产业链的地位



二、发展环境分析

三、出货结构分析

四、竞争主体分析

五、物联网连接芯片

六、典型应用产品

七、芯片研发动态

八、产业发展关键

九、产业投资前景

第三节、无人机领域

一、无人机产业链

二、市场规模状况

三、行业融资情况

四、市场竞争格局

五、主流解决方案

六、芯片应用领域

七、市场前景趋势

第四节、卫星导航领域

一、北斗芯片概述

二、产业发展状况

三、芯片销量状况

四、芯片研发进展

五、产业发展趋势

第五节、智能穿戴领域

一、产业链构成

二、产品类别分析

三、市场规模状况



四、市场竞争格局

五、核心应用芯片

六、芯片厂商对比

七、发展潜力分析

八、行业发展趋势

第六节、智能手机领域

一、出货规模排名

二、智能手机芯片

三、产业格局概述

四、产品技术路线

五、芯片评测状况

六、芯片评测方案

七、无线充电芯片

八、芯片出货量规模

九、未来市场展望

第七节、汽车电子领域

一、产业发展机遇

二、行业发展状况

三、市场规模状况

四、车用芯片格局

五、汽车电子渗透率

六、智能驾驶应用

七、未来发展前景

第八节、生物医药领域

一、基因芯片介绍

二、市场规模状况



三、主要技术流程

四、技术应用情况

五、重要应用领域

六、重点企业分析

七、生物研究的应用

八、发展问题及前景

第九节、通信领域

一、通信业总体情况

二、芯片应用需求

三、芯片应用状况

四、5G芯片应用

五、产品研发动态

第九章 2021-2023年创新型芯片产品发展分析

节、计算芯片

一、产品升级要求

二、产品研发动态

三、发展机遇分析

四、发展挑战分析

五、技术发展关键

第二节、智能芯片

一、AI芯片的内涵

二、AI芯片发展阶段

三、AI芯片解决方案

四、AI芯片应用场景

五、AI芯片市场规模

六、企业布局AI芯片



七、AI芯片政策机遇

八、AI芯片发展契机

九、AI芯片投资机会

第三节、量子芯片

一、量子芯片行业

二、市场发展形势

三、产品研发动态

四、未来发展前景

第四节、低耗能芯片

一、产品发展背景

二、系统及结构优化

三、器件结构分析

四、低功耗芯片设计

第十章 2021-2023年芯片上下游产业链相关企业分析

节、芯片设计行业重点企业分析

一、高通（QUALCOMM, Inc.）

一、节、企业发展概况

一、第二节、2021年企业经营状况分析

一、第三节、2022年企业经营状况分析

一、第四节、2023年企业经营状况分析

二、博通有限公司（Broadcom Limited）

10.一、企业发展概况

10.二、2021年企业经营状况分析

10.三、2022年企业经营状况分析

10.四、2023年企业经营状况分析

三、英伟达（NVIDIA Corporation）



10.一、企业发展概况

10.二、2021年企业经营状况分析

10.三、2022年企业经营状况分析

10.四、2023年企业经营状况分析

四、美国超微公司（AMD）

10.一、企业发展概况

10.二、2021年企业经营状况分析

10.三、2022年企业经营状况分析

10.四、2023年企业经营状况分析

五、联发科技股份有限公司

10.一、企业发展概况

10.二、2021年企业经营状况分析

10.三、2022年企业经营状况分析

10.四、2023年企业经营状况分析

第二节、晶圆代工行业重点企业分析

一、格罗方德半导体股份有限公司

一、节、企业发展概况

一、第二节、项目发展动态

一、第三节、未来发展规划

二、台湾积体电路制造公司

二、节、企业发展概况

二、第二节、2021年企业经营状况分析

二、第三节、2022年企业经营状况分析

二、第四节、2023年企业经营状况分析

三、联华电子股份有限公司

10.一、企业发展概况



10.二、2021年企业经营状况分析

10.三、2022年企业经营状况分析

10.四、2023年企业经营状况分析

四、展讯通信有限公司

10.一、企业发展概况

10.二、产品研发情况

10.三、产品应用情况

10.四、未来发展前景

五、力晶科技股份有限公司

10.一、企业发展概况

10.二、2016年企业经营状况分析

10.三、2021年企业经营状况分析

10.四、2022年企业经营状况分析

六、中芯国际集成电路制造有限公司

10.一、企业发展概况

10.二、2021年企业经营状况分析

10.三、2022年企业经营状况分析

10.四、2023年企业经营状况分析

第三节、芯片封装测试行业重点企业分析

一、艾马克技术公司（Amkor Technology, Inc.）

一、节、企业发展概况

一、第二节、2021年企业经营状况分析

一、第三节、2022年企业经营状况分析

一、第四节、2023年企业经营状况分析

二、日月光半导体制造股份有限公司

二、节、企业发展概况



二、第二节、2021年企业经营状况分析

二、第三节、2022年企业经营状况分析

二、第四节、2023年企业经营状况分析

三、江苏长电科技股份有限公司

三、节、企业发展概况

三、第二节、经营效益分析

三、第三节、业务经营分析

三、第四节、财务状况分析

三、第五节、核心竞争力分析

三、第六节、公司发展战略

三、第七节、未来前景展望

四、天水华天科技股份有限公司

10.一、企业发展概况

10.二、经营效益分析

10.三、业务经营分析

10.四、财务状况分析

10.五、核心竞争力分析

10.六、公司发展战略

10.七、未来前景展望

五、通富微电子股份有限公司

10.一、企业发展概况

10.二、经营效益分析

10.三、业务经营分析

10.四、财务状况分析

10.五、核心竞争力分析

10.六、公司发展战略



10.七、未来前景展望

第十一章 2024-2030年中国芯片行业投资分析

节、投资机遇分析

一、投资价值较高

二、投资需求上升

三、政策机遇分析

四、资本市场机遇

五、国际合作机遇

第二节、行业投资分析

一、投资进程加快

二、阶段投资逻辑

三、国有资本为重

四、行业投资建议

第三节、基金融资分析

一、基金融资需求分析

二、基因发展价值分析

三、基金投资规模状况

四、基金投资范围分布

五、基金业务发展方向

第四节、行业并购分析

一、全球产业并购规模

二、国内产业并购特点

三、企业并购动态分析

四、市场并购趋势分析

第五节、投资风险分析

一、贸易政策风险



二、贸易合作风险

三、宏观经济风险

四、技术研发风险

五、环保相关风险

第六节、融资策略分析

一、项目包装融资

二、高新技术融资

三、BOT项目融资

四、IFC国际融资

五、专项资金融资

第十二章 中国芯片行业典型项目投资建设案例深度解析

节、消费电子领域的通用类芯片研发项目

一、项目基本情况

二、项目投资价值

三、项目实施可行性

四、项目实施主体

五、项目投资计划

六、项目效益估算

七、项目实施进度
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